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INTERCONNEXION PERFECTIONNEE ENTRE UN COMPOSANT ELECTRONIQUE ET UNE CARTE. 

tL'invention concerne Interconnexion d'un composant 
tronique (BC) a une carte (CA). Un element de con- 
nexion cornprend des billes conductrices (B1 ) arrangees en 
reseau pour interconnecter selectivement des contacts du 
composant (C1) a des contacts de la carte (C2). L'element 
de connexion selon ('invention comporte un premier reseau 
de billes (B1) connectees au composant (BC), un second 
reseau de bille (B2) connectees a la carte (CA), et une pla- 
que intercalaire (1) munie interieurement de jonctions con- 
ductrices (10) entre les billes respectives (B1, B2) des 
premier et second reseaux. La plaque intercalaire (1) est 
r^alisee dans un materiau souple, de sorte que la connexion 
supporte des differences de dilatation thermique entre la 
carte (CA) et le composant (BC). 
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Interconnexion perf ect ionn e e <=>n tre un rompo san t Pl^frnn rfl 
et unp car^e 

L« invention concerne 1 < interconnexion entre un composant et 
une carte, notamment dans un equipement pour ordinateur. 

Une telle interconnexion s'effectue au moyen d'une multiplici- 
ty de billes ou de colonnes conductrices, arrangees suivant 
un reseau bidimensionnel . Le composant et la carte comprennent 
chacun une multiplicity de contacts arranges respectivement 
suivant un premier et un second reseau bidimensionnel. 

un element de connexion du composant a la carte, comprend, 
Plus generalement, des organes conducteurs, du type billes ou 
colonnes, arranges suivant un reseau dont les dimensions sont 
voisines des premier et second reseaux precitSs. Les contacts 
du composant sont interconnects s^lectivement aux contacts 
de la carte, un a un, par 1 • intermediate d'un organe. 

Les contacts du composant et de la carte sont generalement 
revetus d'un alliage metalligue, fusible a partir d'une 
temperature seuil. Le composant est alors connects a la carte 
par traitement thermique, notamment par brasage. Chaque organe 
est ainsi solidarise, d'une part, a un contact du composant 
et, d- autre part, a un contact de la carte. On obtient une 
connexion mecaniquement rigide du composant a la carte. 

Cependant, un composant et une carte du type precite sont 
generalement realises dans des materiaux respectifs de 
coefficients de dilatation different*. Or, une telle carte, 
en service, s'echauffe notamment par pertes ohmiques, ce qui 
entrame des dilatations differentes du composant et de la 
carte, il advient qu'une partie au moins des organes conduc- 
teurs, sous contrainte, se desolidarise des contacts de la 
carte et/ou des contacts du composant. Dans ce cas , le 
composant et la carte sont def initivement endonunages. 

La presente invention vient ameliorer la situation. 
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Elle porte sur un Element de connexion eiectrique, destine & 
relier entre eux, d'une part, un composant muni d'une 
plurality de contacts arranges suivant un premier reseau 
bidimensionnel, et, d' autre part, une carte munie d'une 
5 plurality de contacts arranges suivant un second reseau 
bidimensionnel. L • element comprend une pluralite d'organes 
conducteurs, de type billes ou colonnes, pour interconnecter 
selectivement les contacts du composant aux contacts de la 
carte, un a un. 

10 

Selon une definition g§n6rale de 1' invention, 1' element de 
connexion comporte en outre une plaque intercalaire, de 
propriety thermomecaniques choisies, munie interieurement de 
jonctions conductrices entre deux reseaux de contacts prevus 

15 sur les grandes faces oppos<§es de la plaque ; et 

l'un au moins des reseaux de la plaque est homologue du 
premier reseau sur le composant en vue d ' interconnecter ce 
reseau homologue au premier reseau par 1 ■ intermediate d'un 
premier jeu d'organes conducteurs, 

2 0 ce qui permet de prevoir un second jeu d'organes conducteurs 
connectes, d'une part, it 1' autre reseau de la plaque et, 
d* autre part, au second r6seau de contacts sur la carte. 

PrefSrentiellement, les contacts de la plaque intercalaire 
25. sont recouverts au moins en partie d'un materiau de brasure, 
de temperature de fusion inferieure It une temperature de 
fusion des organes conducteurs. 

Avantageusement, les contacts de la plaque intercalaire, les 
30 contacts du composant, ainsi que les contacts de la carte, 
sont recouverts au moins partiellement dans des materiaux de 
brasure respectifs, de temperatures de fusion voisines. 

Ainsi, chaque organe conducteur est solidarise a un contact 
35 de la plaque, d'une part, et h un contact de la carte ou du 
composant, d' autre part, par traitement thermique & une 
temperature voisine ou sup£rieure h la temperature de fusion 
des materiaux de brasure. 
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Avantageusement, la plaque intercalaire est r6alisee dans un 
mater iau souple, alors que le composant et la carte sont 
realises dans des mat^riaux respectifs rigides, de coeffi- 
cients de dilatation respectifs sensiblement differents. 

Ainsi, la plaque intercalaire, avantageusement d'epaisseur 
choisie, et les contacts qu'elle porte, peuvent supporter les 
dilatations differentes du composant et de la carte. 

Selon une autre caracteristique optionnelle avantageuse de 
1* invent ion, 1" element de connexion comporte en outre au moins 
un film sensiblement parallele a la plaque intercalaire, 
realise dans un materiau de coefficient de dilatation 
intermediate entre les coefficients de dilatation respectifs 
du composant et de la carte. 

Avantageusement, ce film interpose de preference entre la 
plaque et le premier r£seau de contacts, est d'epaisseur 
voisine d'une distance entre le composant et la plaque 
intercalaire . 



Dans une forme de realisation pref^ree de 1 'element de 
connexion selon 1' invention, les organes conducteurs sont 
realises sous la forme de billes arrangers suivant des r<§seaux 
bidimensionnels, ces billes etant de forme g§nerale sensible- 
ment spherique . 

En variante, ils peuvent etre r6alis6s sous la forme de 
colonnes arrangees suivant des reseaux bidimensionnels, ces 
colonnes etant de forme g^nerale cylindrique. 

Un composant du type precit6 peut avantageusement etre pre- 
equipS d'un Element de connexion selon 1' invention, avec 
notamment un premier jeu d' organes conducteurs, solidaires du 
composant, une plaque intercalaire solidaire du premier jeu 
d' organes et un second jeu d' organes solidaires de la plaque 
et destines a etre connected aux contacts d'une carte du type 
precite\ A ce titre, la presente invention vise aussi un tel 
composant, ainsi qu'une carte qui comporte au moins un 
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composant connecte a cette carte par un element de connexion 
selon 1' invention. 

D'-autres caracteristiques et avantages de 1 1 invention apparai- 
tront a l'examen de la description detaillee ci-apres, et des 
dessins annexes sur lesquels : 

- La figure 1 represente schematiquement une connexion de la 
technique anterieure d'un composant BC a une carte CA 
(representee par des traits pointilles) ; 

- La figure 2 represente schematiquement une vue en coupe 
selon la ligne II-II du composant represente sur la figure 1, 
connecte & la carte precitee ; 

- La figure 3 represente schematiquement une vue en coupe d'un 
composant connecte h une carte (representee en traits 
pointilles) par un element de connexion selon 1' invention ; 

- Les figures 4a a 4f representent schematiquement un element 
de connexion selon 1' invention & differentes etapes de son 
procede de fabrication ; et 

- La figure 5 represente schematiquement un composant destine 
a etre connecte a une carte, et pre-equipe d'un element de 
connexion selon 1' invention. 

La description detainee ci-apres et des dessins annexes 
contiennent, pour l'essentiel, des elements de caractere 
certain. lis pourront non seulement servir h mieux faire 
comprendre la presente invention, mais aussi contribuer a sa 
definition, le cas echeant. 

On se ref ere tout d'abord §i la figure 1 pour decrire un 
element de connexion de la technique anterieure, destine Si 
interconnecter un composant BC ^ une carte CA r notamment d'un 
equipement pour ordinateur, telle qu'une carte Si microproces- 
seur, ou autre. 
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Le composant BC se presente, de facon habitue lie, sous la 
forme d'un boitier en ceramique, muni sur l'une de ses faces 
d'une pluralite de contacts CI arranges suivant un premier 
reseau bidimensionnel Rl. Le boitier ceramique BC est pre- 
equipe en outre d'une pluralite de billes Bl arrangees suivant 
un reseau sensiblement homologue du reseau Rl . Ces billes Bl 
sont, dans l'exemple decrit, realisees dans un alliage 
comportant ma joritairement du plomb (environ 90%) et une 
proportion sensiblement complementaire d'etain. A pression 
atmospherique, cet alliage devient pateux entre 275 °C et 
302°C. 



Typiquement, les contacts CI du boitier BC, comme les contacts 
C2 de la carte CA, sont revetus au moins partiellement d'un 
materiau de brasure comportant un alliage de plomb et d'etain 
de proportions respectives voisines de 60% et de 40%, proches 
des proportions eutectiques de 1- alliage etain/plomb. La 
temperature de fusion de ce materiau de brasure est voisine 
de 183°C, a pression atmospherique. 

Initialement, le boitier ceramique BC subit un traitement 
thermique a une temperature comprise entre 183°C et 275°C pour 
fixer le jeu de billes Bl au reseau Rl de contacts CI. En 
ramenant le boitier BC a temperature ambiante (environ 20° C), 
chaque bille Bl est solidaire d'un contact CI et le boitier 
est ainsi pre-equipe d'un element de connexion comportant un 
jeu de billes Bl arrangees suivant un reseau homologue du 
reseau de contacts Rl . 

Le boitier BC, ainsi pre-equipe, peut etre ensuite connecte 
par un second traitement thermique (f leches T) a un reseau R2 
de contacts C2 prevu sur une face de la carte CA, en regard 
de la face du boitier BC portant le jeu de billes Bl . En se 
referant a la figure 2, le contact CI du boitier BC forme un 
premier reseau Rl bidimensionnel, tandis que les contacts C2 
de la carte CA forment un second reseau R2 bidimensionnel, 
obl lga toirement de memes dimensions que le reseau Rl . En 
brasant les contacts de la carte aux billes Bl, on obtient une 
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connexion mecaniquement rigide entre le boltier ceramique BC 
et la carte CA. 

Dans l'exemple deer it, chaque reseau Rl et R2 comporte 255 
plots (16 plots dans chacune de deux directions perpendi- 
culaires). Les dimensions du boitier sont voisines de 21mm de 
cote sur 21mm de cote, ce qui correspond a environ 1,25mm de 
pas entre chaque bille. 

En pratique, la carte CA est r6alis£e dans une matifere 
plastique comprenant par exemple de la resine epoxyde, tandis 
que le boitier BC est realise dans une ceramique de coeffi- 
cient de dilatation different. En effet, le coefficient de 
dilatation du mater iau dans lequel est realise le boitier , : - est 
voisin de 7ppm/°C, tandis que le coefficient de dilatation de 
la resine epoxyde dans laquelle est pr6f erentiellement 
r^alis^e la carte CA est voisin d'une vingtaine de ppm/°C. 
Ainsi, la carte CA et le composant BC, en service, subissent 
des dilatations differentes et il advient que les billes Bl, 
soumises a des contraintes d'etirement, se desolidarisent des 
contacts CI et/ou C2 . Typiquement, une connexion telle que 
representee sur la figure 2 supporte une centaine de passages 
successifs d'une temperature de -55°C a une temperature de 
+125°C et vice versa. 

II en resulte alors une deconnexion du composant BC, due ci une 
desolidarisation d'une partie au moins des billes Bl, ce qui 
entraine une deterioration du boitier BC (en particulier de 
ses contacts) et de la carte CA elle-meme, des lors que ses 
contacts sont fissures et/ou portent une partie seulement des 
billes Bl. Dans ce cas, il y a lieu de remplacer St la fois le 
boitier BC et la carte CA, dans l'equipement pour ordinateur 
precite . 

II est done souhaite actuellement un element de connexion 
susceptible de supporter durablement les differences de 
dilatation entre le boitier BC et la carte CA. 
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On se refere maintenant a la figure 3 pour decrire un element 
de connexion selon une forme de realisation pr£feree de la 
presente invention. Get element de connexion comporte un 
premier jeu de billes Bl solidaires, comme precedemment , des 
contacts CI prevus sur une face d'un boitier ceramique BC. 
Selon 1- invention, 1- element de connexion comporte en outre 
une plague intercalaire (ou interposeur ) , qui porte ci-apres 
la reference 1, munie d'une pluralite d' ouvertures 10 
arrangees suivant un reseau bidimensionnel . Une face de 
1 'interposeur 1, en regard du boitier BC, comporte une 
plurality de contacts 11 arranges suivant un reseau homologue 
-au reseau Rl du boitier BC, ce qui permet d ■ interconnecter un 
a un les contacts 11 de 1 ■ interposeur aux contacts CI du 
boitier, par 1 ■ intermediate des billes Bl. 

La grande face opposee de 1 • interposeur 1, en regard de la 
carte CA, comporte une pluralite de contacts 12, arranges 
suivant un reseau homologue du reseau R2 de la carte CA, de 
maniere a connecter chaque contact 12 a un contact C2 de la 
carte, par 1 • intermediate d'une bille B2 qui fait partie 
alors d'un second jeu de billes prevu, ces billes B2 etant 
arrangees suivant un reseau homologue du second r<§seau R2 . 
L' interposeur 1 comprend une pluralite" d- ouvertures 10 pour 
le passage de connexions entre les contacts 11 et les contacts 
12 sur les deux grandes faces opposees de 1 • interposeur . En 
pratique, ces ouvertures sont remplies d'un materiau conduc- 
teur tel que du cuivre ou un alliage comprenant du cuivre, a 
la maniere de "trous metallises". Le materiau se prolonge en 
dehors des ouvertures pour former les contacts 11 et 12 sur 
les deux faces de 1 'interposeur . Les contacts 11 et 12 sont 
recouverts par du materiau de brasure BRA, du type precite. 
Au prealable, il peu t avantageusement etre prevu de recouvrir 
les ouvertures de 1 ' interposeur par un vernis epargne pour 
empecher une infiltration du materiau de brasure BRA dans les 
ouvertures 10. 

Dans 1-exemple represents sur la figure 3, les contacts de 
1 ' interposeur 11 et 12 sont deportes lateralement par rapport 



2796497 



8 

aux ouvertures 10, ce qui permet de limiter 1 1 incrustation du 
materiau de brasure BRA dans les ouvertures 10. 

L 1 interposeur 1 est rEalisE dans un matEriau souple, de module 
5 d'Young voisin de 2 GPa (a comparer par exemple avec le module 
d'Young de la carte CA qui, lui, est voisin de 20 GPa) . II 
rEalisE par exemple dans une rEsine organique commercialisEe 
par la societe ROGERS (marque deposEe) et portant la reference 
RO 3003, ou encore la rEsine portant la reference RT 6002 {de 
10 plus faible module d'Young, typiquement voisin de 0,8 GPa) . 
L' epaisseur de 1 • interposeur 1 est alors choisie pour 
supporter les differences de dilatation entre la carte CA et 
le boitier BC. 

15 Si, notamment pour des raisons d ' encombrement souhaitE, une 
epaisseur limite de 1 • interposeur 1 est imposEe, il peut etre 
prevu de disposer en outre un film de rEsine 2, plus rigide 
que 1* interposeur 1, pref erentiellement entre les contacts CI 
du boitier BC et les contacts 11 de 1 ' interposeur . En 

2 0 variante, il peut etre interpose entre les contacts C2 de la 
carte CA et les contacts 12 de 1 1 autre face de 1 1 interposeur 
1, en les recouvrant, le cas echEant. Avantageusement , le 
coefficient de dilatation du film de rEsine 2 est intermE- 
diaire entre celui du boitier BC et celui de la carte CA, 

25 typiquement voisin de 12 ppm/°C. Par exemple, une rEsine 
rigide du type portant la reference Hysol 4450 FP pourra etre 
utilisee pour realiser le film 2. Son epaisseur est, elle- 
meme, choisie pour optimiser 1' adaptation entre les dilata- 
tions respect ives du boitier BC et de la carte CA. 

30 

Dans 1' exemple decrit, le film de rEsine 2 s'etend pref Eren- 
tiellement de 1' interposeur 1 au boitier BC. Son epaisseur est 
ainsi voisine d'une distance sEparant 1 1 interposeur du 
boitier. 

35 

Un Element de connexion du type reprEsentE sur la figure 3 
permet d'effectuer environ 1000 cycles de passage en tempera- 
ture de -55°C & 125°C. La souplesse de 1 ' interposeur 1, en 
combinaison avec deux jeux de billes Bl et B2, confere & 
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1* element de connexion selon 1* invention une bonne reaction 
aux variations de temperature, en particulier aux differences 
de dilatation entre le boitier BC et la carte CA. Un autre 
avantage que procure la presente invention consiste en une 
bonne dissipation thermique entre le composant et la carte, 
conferee par la geometrie de 1' element de connexion, compre- 
nant au moins deux "Stages" de billes Bl et B2 . 

On se r<§fere maintenant aux figures 4a a 4f pour decrire les 
differentes etapes du procede de fabrication d'un Element de 
connexion selon 1- invention. Un substrat 1 realise dans une 
resine organique souple, d'epaisseur choisie, est initialement 
perfor6e pour former des ouvertures 10, arranges suivant des 
reseaux bidimensionnels successifs. En pratique, ce substrat 
se presente sous la forme d'une plaque 1 destinee a etre 
decoupee suivant les pointilles qui apparaissent sur la figure 
4a. Une etape suivante consiste en la metallisation des trous 
10 par un materiau conducteur choisi (cuivre ou alliage de 
cuivre), avec formation des contacts sur les deux faces de 
1 ' interposeur . 

Sur la figure 4b, des points de brasure sont deposes par 
serigraphie pour recouvrir les contacts 12 sur la face B 
destinee a etre en regard de la carte CA. Avantageusement , 
l'<§paisseur des points de brasure est choisie de sorte qu'ils 
supportent des contraintes du type pr<§cite. Leur epaisseur est 
typiquement voisine de 150*/m. Les contacts 12 sont legereroent 
deportes a distance des ouvertures 10, et les ouvertures 10 
sont preferentiellement recouvertes par du vernis epargne 
avant 1 • etape de serigraphie. 

Sur la figure 4c, des r£seaux de billes B2 sont deposes sur 
la face ainsi serigraphiee de la plaque 1. il est prevu 
ensuite une fusion de la brasure afin de solidariser les 
billes sur les contacts de cette face de 1 • interposeur 1. 

Par ailleurs, un r<§seau de billes Bl est solidarise a une face 
d'un boitier BC selon un precede connu en soi. 
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En se referant a la figure 4d, la face A qui est destinee h 
etre en regard du boitier BC, est s£rigraphi6e coinme la fac 
B telle que representee sur la figure 4b. Le boitier BC, muni 
des billes Bl est solidaris£ It la face A de la plaque 1, par 
5 brasage sur les contacts 11 qu'elle comporte . En se referant 
a la figure 4e, un film de r6sine est intercale entre le 
boitier ceramique BC et 1 ' interposeur souple 1. En pratique, 
la plaque 1 est sensiblement inclin^e, tandis que la r£sine 
s'ecoule par gravity pour former le film 2, 

10 

Le decoupage individuel des portions de plaque 1 supportant 
chacune un boitier BC permet d ' obtenir (figure 5) un boitier 
BC pr6-6quip6 d'un element de connexion selon 1' invention. 

15 Bien entendu, la pr^sente invention ne se limite pas a la 
forme de realisation decrite ci-avant a titre d'exemple. Elle 
s'etend a d'autres variantes . 

On comprendra ainsi que le nombre de r6seaux de billes que 
20 comporte 1 'element de connexion selon 1' invention peut etre 
superieur a 2, avec plusieurs plaques intercalaires entre 
chaque jeu de billes, chaque plaque etant munie d ' intercon- 
nexions entre les billes de deux jeux differents, Une telle 
structure, a "plusieurs Stages" , permettrait notamment 
25 d'ameliorer encore 1' adaptation entre les reseaux de contact 
Rl et R2. 

Les contacts 11 et 12 sont, dans l'exemple decrit ci-avant, 
d6port6s des ouvertures de 1 ■ interposeur 1, ce qui permet de 
30 limiter 1 • incrustation du mat^riau de brasure dans les trous 
metallises. En variante, il peut etre prevu de disposer les 
contacts directement au-dessus et en dessous des ouvertures 
10, en les recouvrant, le cas 6cheant, de vernis Spargne avant 
1 1 etape de s^rigraphie de la brasure sur les contacts. 

35 

Les differents materiaux dans lesquels sont r6alis6s 1 * inter- 
poseur 1, le film entretoise 2, le boitier BC et la carte CA, 
sont decrits ci-avant a titre d'exemple et sont susceptibles 
de variantes. Ainsi, l'6paisseur de 1 ' interposeur , de I'ordre 
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du millimetre dans l'exemple decrit ci-avant, est aussi 
susceptible de varier, notamment suivant la rigidite des 
materiaux utilises. 

Par ailleurs, le materiau de brasure utilise est, dans 
l'exemple decrit ci-avant, un alliage d' environ 60% de plomb 
et environ 40% d'etain. En variante, cet alliage peut 
comporter en outre une petite proportion d' argent (2%), ou 
encore de bismuth (quelques %). 

Dans l'exemple represents sur la figure 3, les deux reseaux 
Rl et R2 sont homologues, de dimensions voisines et comportent 
un meme nombre de contacts. En variante, il peut etre prevu 
deux reseaux de dimensions sensiblement differentes. Selon un 
autre avantage que procure la presente invention, 1 • interpo- 
seur 1 peut etre agence pour effectuer une adaptation 
dimensionnelle entre les deux reseaux. Dans ce cas, le reseau 
de contacts 11 sur la face en regard du boitier BC est 
homologue du reseau Rl , tandis que le reseau de contacts 12 
sur la face en regard de la carte CA est homologue du reseau 
R2, chaque position des contacts 11 et 12 sur la plaque 1 
etant predeterminee . 

Les organes conducteurs (billes Bl et B2 ) sont de forme 
sensiblement spheriques ci-avant. En variante, il peut etre 
envisage des organes conducteurs de forme cylindrique (de type 
colonne ) , ou autre . 

Dans l'exemple decrit ci-avant, le boitier BC comporte 255 
connexions a la carte CA et est de dimension voisine de 
21mm x 21mm. En variante, ce boitier peut comporter 360 
connexions et etre de dimension voisine de 30mm x 30mm de 
c6tes, ou tout autre nombre de connexions et/ou de dimensions. 

Bien qu'avantageux, le film de resine 2, decrit ci-avant, 
peut, dans une variante simplifiee de 1' element de connexion 
selon 1' invention, etre supprim6. 
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La pr^sente invention vise aussi un proc§de de fabrication 
d'un element de connexion selon 1' invention, ainsi qu'un 
proced6 de pr£-§quipement d'un composant BC pour sa connexion 
a une carte CA, et qui comporte des etapes du type decrites 
ci-avant, en correspondance avec les figures 4a & 4f et la 
figure 5 des dessins annexes. 



Revendications 
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1. Element de connexion electrique, destine relier entre 
eux, d'une part, un composant <BC) muni d'une pluralite de 
contacts (CI) arranges suivant un premier r^seau bidimension- 
nel (Rl), et, d ' autre part, une carte (CA) munie d'une 
plurality de contacts (C2) arranges suivant un second r^seau 
bidimensionnel (R2), ledit element comprenant une plurality 
d'organes conducteurs (Bl), de type billes ou colonnes, pour 
interconnecter selectivement les contacts du composant (CI) 
aux contacts de la carte (C2), un & un, 

caracterise en ce gu'il comporte en outre une plaque interca- 
late (1), de propriety thermom^caniques choisies, comportant 
interieurement des jonctions conductrices (10) entre deux 
15 reseaux de contacts (11,12) pr^vus sur les grandes faces 
opposees de la plaque (A,B), 

et en ce que l'un au moins des reseaux de la plaque est 
homologue dudit premier r^seau (Rl) en vue d • interconnecter 
ledit reseau homologue au premier r6seau par 1 ' interm6diaire 
2 0 d'un premier jeu d'organes conducteurs (Bl), 

ce qui permet de pr6voir un second jeu d'organes conducteurs 
(B2) connects, d'une part, a 1 ' autre reseau de la plaque et, 
d' autre part, au second reseau (R2) de contacts sur la carte. 

25 2. Element de connexion selon la revendication 1, caracteris6 
en ce que la plaque intercalaire (1) est munie d'ouvertures 
(10) pour le passage desdites jonctions conductrices. 



30 



3. Element de connexion selon la revendication 2, caracteris6 
en ce que lesdites jonctions conductrices se prolongent sur 
chacune des grandes faces de la plaque, pour former les deux 
r6seaux de contacts (11,12) de la plaque. 

4. Element de connexion selon la revendication 3, caracteris6 
35 en ce que l'un au moins des reseaux de la plaque est dispose 

h. distance des ouvertures (10). 
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5. Element de connexion selon l'une des revendications 2 a 4, 
caracterise en ce que lesdites ouvertures (10) sont recouver- 
tes d'un vernis d'etancheit^ choisie. 

5 6. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les contacts de la plaque 
intercalaire (11,12) sont recouverts au moins partiellement 
d'un materiau de brasure (BRA), de temperature de fusion 
inferieure & une temperature de fusion des organes conducteurs 
10 (B1,B2). 

7. Element de connexion selon la revendication 6, caracterise 
en ce que les contacts de la plaque intercalaire (11,12), les 
contacts du composant (CI), ainsi que les contacts de la carte 

15 (C2), sont recouverts au moins partiellement de materiaux de 
brasure respectifs, de temperatures de fusion voisines. 

8. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que la plaque intercalaire (1) 

20 est realisee dans un materiau souple tandis que le composant 
(BC) et la carte (CA) sont realises dans des materiaux 
respectifs rigides, de coefficients de dilatation respectifs 
sensiblement differents. 

.25 9. Element de connexion selon la revendication 8, caracterise 
en ce que la plaque intermediaire (1) est realisee dans un 
materiau comportant une resine organique souple, tandis que 
le boitier et la carte sont realises dans des materiaux 
comportant des ceramiques et/ou des matieres plastiques . 

30 

10. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce qu'il comporte en outre au 
moins un film (2) sensiblement parallele & la plaque interca- 
laire (1), de coefficient de dilatation intermediaire entre 
35 des coefficients de dilatation respectifs du composant (BC) 
et de la carte (CA) . 
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11. Element de connexion selon la revendication 10, caracteri- 
se en ce que le film (2) est interpose entre la plaque (1) et 
le premier reseau de contacts (CI) sur le composant (BC). 

12. Element de connexion selon l'une des revendications 10 et 

11, caracterise en ce que le film (2) est d'epaisseur voisine 
d'une distance separant la plaque intercalaire ( 1 ) du boitier 
(BC). 

13. Element de connexion selon l'une des revendications 10 a 

12, caracterise en ce que le film (2) est realise dans une 
r^sine de rigidity choisie. 

14. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les premier (Ri) et second 
(R2) reseaux sont de dimensions voisines et comprennent 
sensiblement un meme nombre de contacts (C1,C2). 

15. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les organes (B1,B2) du 
premier jeu et/ou du second jeu sont de forme generale 
cylindrique. 

16. Element de connexion selon l'une des revendications 
precedentes, caracterise en ce que les organes du premier jeu 
et/ou du second jeu (Bl,B2) sont de forme generale sensible- 
ment spherique. 

17. Composant destine a etre connecte a une carte, caracterise 
en ce qu'il est preequipe d'un Element de connexion selon 
l'une des revendications precedentes. 

18. Carte, caracterisee en ce qu'elle comporte au moins un 
composant (BC) connecte a la carte (CA) par un element de 
connexion selon l'une des revendications 1 a 16. 
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FIG. 2 
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